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摘要(译)

本发明涉及阴极材料转移罩用因瓦金属板的二元电沉积加工方法，采用
光电加工和二元电沉积技术，先设计金属蒸镀面罩的图形文件；将不锈
钢基板置于烘箱中烘烤；将光阻材料热压或印刷在基板上；制作负片光
罩菲林，进行高精度曝光；将曝光后的基板在显影剂中清洗，放入镍金
电铸槽中进行二元电铸沉积加工；电铸沉积后，将基板上的金属蒸镀面
罩取下，放入超声波清洗机中进行清洗；抽样检查。本发明可以使金属
蒸镀面罩达到10～15um的孔宽要求，开孔误差±1.5μm，厚度精度均匀
性±1μm，位置精度≤±5μm，孔径小，精度高，耐高温，膨胀系数＜1.
8×10-6℃，满足高清晰度OLED面板画素精密转移蒸镀的制造要求。
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